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前言

　　电子装联技术是电子制造技术的重要组成部分，也是一般电子产品制造的核心工艺技术。
目前，电子装联技术已经发展成为一门涉及材料科学、物理与化学、传热学、焊接技术、精密机械、
电子与控制技术、生产质量管理等多学科的应用学科。
　　为了适应学科建设和培养具备电子装联基础知识人才的需要，我们特编写了《现代电子装联工艺
基础》、《现代电子装联工艺装备技术基础》和《现代电子装联质量管理》（即本书）三本教材。
这套教材由贾建援教授组织策划并担任主编。
全套教材基本涵盖了电子装联的主要内容。
　　本书以现代电子装联质量管理为主要内容，着重讲述现代质量管理理念和方法、现代电子装联质
量管理内容、6sigma方法和制造过程管理方法的基础知识，并以企业实际案例说明这些方法的具体应
用。
本书突出了质量管理内容的系统性、先进性、理论性和实践性，为学生未来从事电子装联质量管理工
作奠定基础。
　　本书由中兴通讯股份有限公司（简称中兴通讯）和西安电子科技大学联合编写，中兴通讯的冯力
和西安电子科技大学的朱敏波担任主编，中兴通讯的樊融融研究员担任主审。
参加编写的人员有：中兴通讯的冯力（第1、2、3、8章），肖虹（第4章），贾忠中（第5、6章（部分
）），刘哲（第7章），李平（第9章（部分）），王洪涛（第10、12章（部分）），张新辉（第11
、12章（部分）、附录），朱克亮（第13章）；西安电子科技大学的朱敏波（第6章（部分））、同旭
峰（第9章（部分））。
　　本书的出版得到了西安电子科技大学2008年度教材建设项目资金的资助。
中兴通讯股份有限公司邱未召执行副总裁、马庆魁顾问、汪海涛副总经理、戎孔亮副总经理等对本书
的编写提供了大力支持和实际指导，在此表示诚挚的谢意。
　　本书在编写过程中参考了许多国内外公开出版的文献资料和编者参加各类技术交流时收集的资料
，并且还直接引用了其中的一些图片、数据等内容。
这些参考资料均已列入参考文献，在此特向原著作者表示敬意和感谢。
　　限于编者水平，本书难免存在不足之处，恳请读者批评指正，以期后续加以改正和完善。
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内容概要

　　《现代电子装联质量管理》系统、全面地介绍了现代电子装联质量管理的理论、方法和技术，突
出了质量管理内容的系统性、先进性、理论性和实践性，并着重以企业实际案例说明质量管理方法的
具体应用。
全书共13章，内容包括：现代电子装联质量管理的内容、现代电子装联质量因素的控制、质量管理体
系和认证、行业质量标准和检测分析方法、现代电子装联的可靠性、现代电子装联的可制造性设计、
生产现场管理、抽样和检验方法、PFMEA和SPC、6sigma方法、6sigma工具箱以及制造过程管理方法。
　　《现代电子装联质量管理》可作为高等院校电子组装方向的本科生教材，也可供电子产品制造业
的工程技术人员参考。
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章节摘录

　　1.1 21世纪是质量的世纪　　随着经济全球化和信息技术的迅猛发展，任何一个企业都面临着日益
加剧的市场竞争，以客户为焦点已经成为现代企业经营的核心理念。
面对客户对于产品和服务的高质量、低价格要求，质量对企业盈利和成本的影响越来越大。
通过努力提升产品质量、服务质量和经营质量来提升竞争力，已成为企业不懈的追求，即质量已成为
提升竞争力的关键因素。
　　企业效益是通过其收益和成本综合体现的，质量对企业效益的影响主要表现为：高质量意味着产
品具有更好或更多的满足客户需要的那些特征，使得产品更畅销；同时高质量也意味着较少的差错、
较少的缺陷和较少的现场故障，最终导致成本下降。
正是质量这种对企业收益与成本的影响作用，使得质量成为一个企业经营实力和满足客户能力的反映
，使得进行质量管理成为提升企业竞争力的一个主要手段。
　　美国的一项研究表明，美国鲍德里奇质量奖获奖企业从获奖之日起，在4年时间里股票价格攀升
了89％，而标准普尔500种股票的指数却只上涨了33％。
通过对41家申请鲍德里奇质量奖并受到评审的上市公司的投资研究表明，这些公司的业绩超出中下等
质量的500家公司一倍多。
通过对20个鲍德里奇质量奖申报企业的研究结果表明，几乎在所有情况下，凡实施了全面质量管理的
企业都实现了较好的劳资关系、较高的劳动生产率、较高的客户满意率、较大的市场份额以及较高的
利润率。
美国的一项权威研究指出，使用卓越绩效质量管理为企业带来的投入产出比高达1：207。
　　深圳市政府于2004年在全国首创了“深圳市市长质量奖”，到2007年，深圳获得市长质量奖的企
业已达8家。
这些获奖企业的财务报表显示，它们分别取得了10％到190％的高业绩增长。
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